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中国端侧AI设备行业市场发展前景及趋势预测与投资分析研究报告(2026-2031版)
报告简介
在全球人工智能技术向边缘端加速渗透的产业变局下，中国端侧AI设备行业正经历从技术突破向规模化应用的关键跃迁。2025年作为\"十五五\"规划开局之年，在芯片制程突破3nm节点、大模型轻量化技术成熟、隐私计算标准落地等多重变量驱动下，端侧AI设备已从智能手机、智能汽车等消费终端，向工业机器人、低空无人机等专业领域全面延伸，重构了传统硬件产业的创新范式与价值链分配逻辑。
本报告依托中道泰和产业研究院深度积累的行业数据库，结合对华为、科大讯飞等头部企业的实地调研，运用SWOT-PEST融合分析模型，系统解构2026-2031年端侧AI设备行业的三大核心矛盾：
技术迭代与商业落地的动态博弈：3nm芯片量产带来的算力跃升与终端设备成本压力的对冲效应;
数据主权与场景开放的合规挑战：欧盟《AI法案》与中国《生成式AI服务管理暂行办法》对设备出口的差异化约束;
生态封闭与开源协同的模式抉择：鸿蒙OS与Android AICore在开发者生态构建中的路径差异。
本报告创新性引入\"技术成熟度-市场集中度\"四象限评估工具，对智能穿戴、工业检测等12个细分赛道进行投资优先级排序，并为政府端侧AI芯片流片补贴政策设计、企业\"硬件+算法订阅\"商业模式转型提供可落地的战略建议。
作为中道泰和\"端边云协同计算\"研究矩阵的核心成果，本报告将为设备制造商、算法供应商及投资机构把握万物智联时代的战略机遇提供关键决策锚点。 本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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